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Sposob otrzymywania materiatu platerujacego
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb otrzymywania ma-
teriatu platerujycego, zwtaszcza do wytwarzania tasm plate-
rowanych przeznaczonych do wyrobu stykéw elektrycznych.

Znane sa dwa sposoby otrzymywania materiatu plateruja-
cego, przeznaczonego do wytwarzania tasm platerowanych.
Sposéb pierwszy polega na topieniu czystego srebra i kadmu,
odlewaniu wlewkéw, oraz ksztattowaniu tasm lub wycinkéw,
ktdre nastgpnie poddaje si¢ wewngtrznemu utlenianiu dla
otrzymania ze stopu srebro-kadm materiatu platerujacego
srebro-tlenek kadmu. Zadaniem utleniania wewnetrznego jest
przeprowadzenie jednorodnego stopu srebro-kadm w ma-
teriat heterogeniczny srebro-tlenek kadmu, ktéry odznacza
si¢ lepszymi wasnosciami cksploatacyjnymi niz stop sre-
bro-kadm. Zasadnicza wada tego sposobu otrzymywania jest
konieczno$é utleniania materiatu. Utlenianie to jest praco-
chtonne, poniewaz przeprowadzane jest w wysokich tempe-
raturach iw bardzo diugim "okresie czasu, trwajacym nie-
kiedy przez kilka dni. Ponadto samo utlenianie jest czgsto
przyczyna obnizenia jakosci materiatu platerujacego, albo-
wiem pod wptywem wysokiej temperatury i dtugiego czasu
utlcniania wystepuje rozrost ziarn tlenku kadmu i jego nagro-
madzcnic na granicach ziarn srebra. Przerwy w utlenianiu po-
woduja tworzenic si¢ warstewek o réZnej koncentracii tlenku
kadmu co powoduje, zc materiat platerujacy staje si¢ bar-
dzicj kruchy. Przygotowanic warstwy platerujacej z ma-
teriatu otrzymanego tym sposobem taczy si¢ z duzymi ubyt-
kami matceriatowymi, gdyz w procesie topicnia wypalajg si¢
poszczegdlne  sktadniki, natomiast stosowanc warstwy
ochronne zanicczyszczaja stop. Po odlaniu powicrzchnic
wymagajg oczyszczania drogg obrébki skrawania, co powo-
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duje dodatkowe straty materiatowe. Drugi sposéb otrzymy-
wania materiatu platerujacego, znany z polskiego opisu pa-
tentowego nr 46062, polega na mechanicznym mieszaniu
przez 7 godzin proszku srebra ‘o ziarnistosci ponizej 75um
z proszkiem tlenku kadmu w bebnach porcelanowych z za-
stosowaniem porcelanowych kul, prasowaniu pod cinieniem
3-5 T/cm? i spiekaniu przez 1,5-2 godzin. Zasadniczq wada
drugiego sposobu otrzymywania materiatu platerujgcego jest
konieczno$é wielogodzinnego mieszania i rozdrabniania pro-
szku srebra z proszkiem tlenku kadmu w mtynach kulowych,
ktére poprzedza trwajacy 20—24 godzin rozktad azotanu ka-
dmu do tlenku kadmu.

Dalsza wada tego sposobu otrzymywania to niejedno-
rodne wymieszanie sktadnikéw wyjsciowych spowodowane
wystepujacg W czasie mieszania aglomeracjg skfadnikéw, zbi-
janiem si¢ ziarn srebra pod wptywem uderzen kul porcelano-
wych lub stalowych o siebic, wzglednie o scianki naczynia.
W wyniku stosowania mieszania irozdrabniania proszkéw
otrzymuje si¢ w materiale platerujacym gruboziarnista struk-
tur¢ o nicréwnomiernie roztozonym i skoagulowanym ziar-
nie tlenku kadmu w osnowie srebra. Stosowane cisnienie pra-
sowania mieszanki proszkéw srebra i tlenk 1 kadmu powoduje
speczanie wyprasek po spickaniu na skutck rozprezania pod
wplywem temperatury spickania zamknigtych w porach ga-
z6w, co wptywa na znaczne obnizenic takich wtasnosci ma-
teriatu platerujacego jak gestodd, twardoéé iprzewodnosé
clektryczna.

Celem wynalazku byto opracowanic sposobu umozliwia-
jacego uzyskanie materiatu platcrujacego nic posiadajacego
podanych wyzcj wad i nicdogodnosci.



3

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Ze jednomo-
lowy roztwor azotanu srebra i azotanu kadmu o zawartosci
5-20% wagowych tlenku kadmu w ilosci 1 czg¢sci wagowej
poddaje si¢ reakcji z 0,86—2 cze¢éciami wagowymi nasyco-
nego roztworu kwasnego weglanu sodowego, a nast¢pnie
otrzymane weglany crebra i kadmu rozktada si¢ do srebra
i tlenku kadmu w temperaturze 430—-480°C w czasie okoto
2 godzin, po czym uzyskany produkt srebro-tlenek kadmu
granuluje si¢ do wielkosci ziarna 60—100um a nastgpnie pra-
suje pod cisnieniem 0,6—1 T/cm? wraz z warstewka proszku
srebra o ziarnistosci 10—60um i poddaje si¢ ostatecznie po-
nownemu spiekaniu w temperaturze 880—900°C przez okres
2-3 godzin.

Zasadnicze korzysci techniczne wynikajace ze stosowania
sposobu wedtug wynalazku to wyeliminowanie procesu wew-
ngtrznego utleniania materiatu platerujgcego, wyelimino-
wanie mieszania irozdrabniania proszku srebra i proszku
tlenku kadmu w begbnach porcelanowych, oraz uzyskanie
drobnoziarnistej struktury materiatu platerujgcego z réwno-
miernie roztozonym tlenkiem kadmu w osnowie srebra
o wielkosci rzedu 0,6um w catym przekroju materiatu plate-
rujacego wolnego od nagromadzeri tlenku kadmu na grani-
cach ziarn srebra aco z kolei zwigksza plastyczno$¢ ma-
teriatu platerujacego.

Przyk#tad 1000 ml1 molowego roztworu azotanu
srebra iazotanu kadmu o zawartosci 15% wagowych tlenku
kadmu poddaje si¢ reakcji z 2000 ml nasyconego roztworu
kwasénego weglanu sodowego przy jednoczesnym mieszaniu
w wynikua ktdrej otrzymuje si¢ weglany srebra i kadmu. Ilosé
nasyconego roztworu kwasnego weglanu sodowego w sto-
sunku do 1 molowego roztworu azotanu srebra i azotanu ka-
dmu o zawartosci 15% wagowych tlenku kadmu odpowiada
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ilosci stechiometrycznej z 10% nadmiarem. Po zakoriczonej
reakcji weglany srebra i kadmu przemywa si¢ wodg destylo-
wana, odsgcza a nastgpnie rozktada w temperaturze 450°C
w czasie 2 godzin do srebra i tlenku kadmu. Otrzymany pro-
szek, srebro-tlenek kadmu granuluje si¢ do wielkosci ziarna
80um a nastgpnie prasuje si¢ w matrycy wraz z warstewkg
proszku srebra o ziarnistosci 35um, o grubosci okoto 10%
grubosci warstwy srebro-tlenek kadmu. Warstewka srebra
utatwia poéZniejsze tgczenie materiatu platerujacego z ma-
teriatem platerowanym. Prasowanie w matrycy odbywa sig¢
pod cisnieniem 0,8 T/cm?. Z kolei spieka si¢ go w tempera-
turze 890°C przez 2,5 godziny. Otrzymany materiat plateru-
jacy w postaci tadmy lub wycinka z srebro-tlenku kadmu na-
ktada si¢ na platerowang warstwe, zwtaszcza miedzi lub jej
stopéw, i taczy si¢ znanymi sposobami.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb otrzymywania materiatu platerujacego zawieraja-
cego srebro-tlenek kadmu, znamienny tym, ze 1 molowy roz-
twér azotanu srebra iazotanu kadmu o zawartosci 5-20%
wagowych tlenku kadmu w ilodci 1 czgsci wagowej poddaje
si¢' reakcji z 0,86—2 czgsciami wagowymi nasyconego roz-
tworu kwasdnego weglanu sodowego, a nastgpnie otrzymane
weglany srebra i kadmu rozktada si¢ do srebra i tlenku ka-
dmu w temperaturze 430—4800C w czasie okoto 2 godzin,
po czym uzyskany produkt srebro-tlenek kadmu granuluje
si¢ do wielkosci ziarna 60—100um a nastgpnie prasuje pod
ci$nieniem 0,6—1 T/cm? wraz z warstewka proszku srebra o
ziarnistoéci 10—60um i poddaje si¢ ostatecznie ponownemu
spiekaniu w temperaturze 880—900°C przez okres 2—-3 go-
dzin.
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